
サンプルデータ 

 

【タイトル】 ＲＤＴ－２５０Ｃ 温度プロファイル作成 

【目的】 ＲＤＴ－２５０Ｃにて最適なプロファイルを作成する． 

【実施日】  ２００１．１１．１４ 

【実施者】  Ｍａｌｃｏｍ 

【使用機器】 ＲＤＴ－２５０Ｃ  

【測定条件】 基板ｻｲｽﾞ ２３０ × １６０ × １．６ｔ 

  上面ヒータマトリクス制御有り（以下参照） 

  測定ポイント Acｈ 中央部 基板貼付け 

    Bch 左上部 抵抗部品ランド貼付け 

    Cch 右上部 コネクタ部品リード貼付け 

    Dch 左下部 QFP部品（□２８mm）ボディ貼付け 

    Ech 左下部 QFP部品リード貼付け 

【結果】 最高温度［℃］ 測定ポイント 

２３１．１℃ Acｈ 中央部 基板 

  ２３３．８℃ Bch 左上部 抵抗部品ランド 

  ２３２．４℃ Cch 右上部 コネクタ部品リード 

  ２３３．０℃ Dch 左下部 QFP部品ボディ 

  ２３３．８℃ Ech 左下部 QFP部品リード 

  

  最高温度⊿ｔ＝２．７℃ 

【考察】 上面ヒータマトリクス制御により⊿ｔ５℃以内を実現。 

 

【設定条件】 

 

 

 

 

 

 

 

 各ステージの上面ヒータ加熱温度を個別

に比率設定する事により、理想的な温度

差が得られます。 

そこで、基板面やチップ部品・樹脂部品（コ

ネクタ・ＢＧＡ・ＱＦＰなど）との⊿ｔを小さくす

ることがより簡単に出来るようになりまし

た。 

 



 

【測定結果】 

 

⊿ｔ ２．７℃ 

加熱する時間を自在に設定が出

来るので、鉛フリーはんだ実装に

理想的な台形プロファイル加熱が

簡単に出来ます。 



【測定ポイント】 
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ＱＦＰボディ温度２３３．０℃ 

ＱＦＰリード温度２３３．８℃ 

⊿ｔ ０．８℃ 


